
1) 1차원, 정상상태, 일정 열발생율(̇())의 열전도 방정식

à à 열유속(̇)은
① 온도분포

à 열전도 방정식 (3.1)을 두 번 적분해서 경계조건(1~3종 경계조건)을 적용하여 상수 C1, C2를 구하면 온도 분포식임.

à 즉,                                         ∴

② 열저항 (Thermal resistance, Rth ≒ Re) : 열저항 등가 회로도!!

à 평면벽에서 Fourier’s 열전도 법칙은,

∴ = 
∆ vs                    ß 전류 = 

전압
저항

,  따라서 열전도에서 열저항, Rth는

,                             ,  

3-1. 평면 벽(Plane Wall)
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③ 대류 열전달 결합의 등가 열저항 회로도

- 형상 및 등가 회로도

3-1. 평면 벽(Plane Wall)

(예제 3.1) 평판내 열발생 없는 1차원 정상상태 온도분포와 열전달율?

(예제 3.2) 평판내 ̇   열발생과 x=L에서 온도 의 대류열전달 경계인 경우

온도 분포와 열유속은?
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à à 열유속(̇)은
① 온도분포 à 열전도 방정식 (3.13)을 두 번 적분해서 경계조건(1~3종 경계조건)을 적용하여 상수 C1, C2를 구하면 온도 분포식임.

à 즉,                                         ∴   = −   2 + c1lnr + c2 (3.17)

② 경계조건 및 열저항 등가 회로도!!

• (BC) – 제1종 조건(Dirichlet) : 

- 제 2종 조건(Neuemann) : 

3-2. 원통 벽(Cylinder Wall)

(예제 3.3) 열발생 없는 길이 L인 Hollow 원통형 1차원 정상상태
온도분포와 길이 L을 통한 열저항 식은? @r=a, b 일때 T1, T2임

(예제 3.4) 열발생 ̇(), 꽉 찬 원통형 1차원 정상상태 온도분포와
원통 중심과 경계면 사이의 온도 차(Tc– T1)=? @r=b에서 T1
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3-4. 복합매체

(3.27)
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3-4. 복합매체



3-5. 접촉 열저항 : Rcontact



3-6. 임계 단열 반경 : Rcritical



2-2. 경계 조건

1) 일정표면조건(제1종 경계조건) : Dirichlet 조건

à 경계면에서 온도가 지정되는 조건

à

2) 일정표면 열유속 경계조건(제2종 경계조건) : Neuemann 조건

à 표면에서 열유속(̇, q”)이 고정되는 경우, 즉, 일정 열유속 조건

à

3) 대류 경계조건(제3종 경계조건) : Surface 조건

à 매질 표면 경계조건, 즉, Convection surface condition


